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From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61.2) 


To: 

Assistant Commissioner for Patents 
United States Patent and Trademark 
Office 
Box PCT 

Washington, D.C.20231 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Date of mailing (day/month/year) 
23 February 2000 (23.02.00) 


International application No. 
PCT/DE99/02060 


Applicant's or agenf s file reference 
GR 98P2096P 


International filing date (day/month/year) 
02 July 1999(02.07.99) 


Priority date (day/month/year) 
15 July 1998(15.07.98) 


Applicant f . 

GOHLKE, Silvia et al ^ 



/ 

1. The designated Office is hereby notified of its election made: 



X] in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

14 January 2000 (14.01.00) 



I I in a notice effecting later election filed with the International Bureau on 




2. The election \ X | was 

I I was not 

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the tinrie limit under 
Rule 32.2(b). 







Authorized officer 


The International Bureau of WlPO 


34, chemin des Colombettes 


R. Forax 


1211 Geneva 20, SwHzeriand 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 
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3124794 
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1^ 



AbsendeciatufTi 

(Tag/Monk t/Jahr) 22/ 12/1 999 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

GR 98P2096P 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Punkte 1 und 4 unten 



tnternationales Aktenzeichen 

PCT/DE 99/02060 



Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 02/07 / 1 999 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt. daR der internationale Recherchenbericht erstetit wurde und ihm hiermit ubermittelt wird. 
Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Artikel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die AnsprCiche der internationalen Anmeldung Sndern (siehe Regel 46): 

Bis wann stnd Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betr^gt ubiicherweise zwei Monate ab der Ubermittlung des 
internationalen Recherchenberichts: weitere Einzelhelten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Wo sind Anderungen einzureichen? 

Unmittelbar beim Internationalen Buro der WIPO. 34. CHEMIN des Colombettes. CH-121 1 Genf 20, 
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 

Nahere IHinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

2. Q Dem Anmelder wird mitgeteilt. dafi kein internationaler Recherchenbehcht erstellt wird und dafl ihm hiermit die Erktarung nach 

Artikel 17(2)a) ubermittelt wird. 



3. 



I I Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusatzlichen Gebuhr (zusatzlicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird 
' — » dem Anmelder mitgeteilt. da3 

I I der Widerspruch und die Entscheidung hierOber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des 
' — ' Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internationalen Euro ubermittelt worden 
sind- 

□ noch keine Entscheidung iiber den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt. sobald eine Entscheidung 
getroffen wurde. 

Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: 

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Buro veroffentr- 
licht. Will der Anmelder die Ver6ffenttichung verhindern Oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben. so muB gemafB Regel 90 ^ 
bzw. 90r®3 vor AbschluO der technischen Vorbereitungen fiir die internationale Verciffentlichung eine Erkiarung iiber die Zurucknah- 
me der internationalen Anmeldung Oder des Prioritatsanspruchs beim Internationalen Biiro eingehen, 

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf internationale vorl^ufige Prufung einzureichen. wenn der 
Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtern sogar noch langer) 
verschieben mochte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muf3 der Anmelder die fiir deh Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handtungen vor alien Bestimmungsamtern vornehmen. die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der 
Anmeldung oder einer nachtrSglichen Auswahlerkiarung ausgewahit wurden Oder nicht ausgewahit werden konnten. da fiir sie 
Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist. 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 

Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 

Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 




Bevollmachtigter Bediensteter 

Trudy Thoen-de Jong 



Formblatt PCT/lSA/220 (Juli 1998) 



(Siehe Anmerkungen auf Beiblatt) 



^P^ERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/I^Qlc 



Dtese Anmerkungsn sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gemftO Artikel 19 geban. Oiesen Anmorkungen 
liegen die Erford«rntMe da« Vertrags Obar die mtemationaJe Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patontwesans (PCT), der AuafOhrungs- 
orc^ung und dor VofwaltungsrichUinten zu diesem Vertrag zugrunde. Bet AbMretchungen zwischen desen Anmerkungen und 
obengenannten Texten sind tetztere maBgebend. Ndhere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden fQr Anmelder. einer Ver6ffentlichung der 
WlPO, zu entnehmen. 

Die in diesen Anmerlungen vemvendeten Begriffe 'Artikel*, 'RegeP und "Abschnitt* beztehen arch jeweils auf die Beatimmungen des 
PCT- Vertrags. der PCT-AusKthrungsordnung hzw. der PCT-Verwattungsrichtlinien. 

HINWEISE ZU Anderungen gemAss artikel 19 



Nach Ertialt dea intemationalen Recherchenberiohts hat der Anmetder dm Mdgltchkeit, einmal die AnsprOohe der tnterrationaien 
Anmetdung zu indem. Ea itt jedoch zu betorwn, daB, da alle Teile der intemationalen Anmeldung (AnaprOche, Be8chreibur>g und 
Zeichnungen) wdhrerxd des (ntemationaften vorl&ufigen PrOfungsverfahrena geArxiert werden kfinnen, normalerwefae ketne Notwendigkett 
besteht, Anderungen der Anapruche nach Artikel 1 9 ernzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke einea vorldufigen 
Schutzea die VerOfTentltchung deser Anapruche wunacht oder ein anderer Grund fOr eine Anderung der Anapruche vor ihrer intemationa- 
len Verdffentlichung vorliegt. Weiterhin iat zu beaehten, daB ein vorlAuftger Schutz nur in einigen Staaten erhdltlioh ist. 



Walche Telle der intemationalen Anmeldung kdnnan gelndert werden? 

Im Rahrnen von Artikel 19 kAnnen nur die AnaprOche gedndert werden. 

In der intemationalen Phase kdnnen die AnaprQche auch nach Artikel 34 vor der mit der intemationalen vortAufigen PrQfung beauf- 
tragten Beh6rde gedndert (oder nochmala geAndert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen kdnnen nur nach Artikel 34 
vor der mit der intemationalen vortAufigen PrOfung beauftragten Beh6rde geAndert werden. 

Beim Eintntt in die nationale Phase kdnnen alle Teile der intemationalen Artmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalla Artikel 
4t geAndert werden. 



Ble wann aind Anderungen elnzurelchen? 

Innerhalb von zwei Monaten ab der Ubermittlung dea irttemationalen Recherchenberichta oder innerhatb von sechzehn Monaten ab 
dem PrioritAtadatum, je nachdem, welche Frist spAter ablAuft. Die Anderungen getten jedoch als rechtzettig eingereicht. wenn sie 
dem tntematx>nalen BOro nach Ablauf der maBgebenden Prist, aber noch vor AbachluB der techniachen Vort>erettungen fOr die 
intemationaie VerOffentlichung (Regel 46.1 ) zugehen. 



Wo sind die Anderungen nicht einxureichen? 

Die Anderungen kdnnen nur t>ejm Intemationalen BOro. nicht aber beim Anmeldeamt oder der Intemationalen Recherchentwhdrde 
eingereicht werden (Regel 46.2). 

Falls ein Antrag auf intematksnale vorlAufige PrQfung eingereicht wurdeAvird, siehe unten. 

In welcher Form kdnnen Anderungen erfolgen? 

Eir>e Arxlerung kann erfolgen durch Streichung einea oder mehrerer ganzer AnspfOche, dutch HinzufOgung sines oder mehrerer 
neuer Anspruche oder durch Anderung des WorUauta einea oder mehrerer AnaprQche in der eingereichten Fasaung. 

FOr iedea Anapruchablatt, das aich auf grund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprOnglich eingereichten Blatt . 
unteracheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen. 

Alle AnsprOche. die auf einem Ersalzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffem zu numerieren. Wtrd ein Anapruch gestrichen, so 
brauchen, die anderen AnaprQche nicht rreu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung aind die AnsprOche fortlaufend zu 
numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)). 

Die Anderungen aInd In der Sprache abzufaaaen, In der dielntematlonale Anmeldung verdffentllcht wird. 



Welche Untertagen sind den Anderungen belzufOgan? 
Beglettachreiben (Abschnitt 205 b)): 

Oie Anderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen. 

Oaa Beglertachreiben wird nicht zuaammen mit der intern otionaJen Anmekiung und den geAnderten Anapruchen verdffentlicht. Ea 
iat nicht zu venwechaoln mit der •EfWArung nach Artikel 1 9(1 )* (aiehe unten, "ErWArung nach Artikel 1 9 (1 )•). 

Das Beglettschreiben Ist nach Wahl des Anmelders In englischer oder franxdalscher Sprache abzufasaen. Bel engllachapra- 
ehlgen Intemationalen Anmeldungen Ist das Begleitschreiben aber ebenfalts In englischer, bei franzdslschsprachlgen Inter- 
natlonalen Anmeldungen in franzdslscher Sprache abzufaasen. 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/1S A/220 (Blatt 1 ) (Januar 1994) 

5NS0OCID- --VSlSA220NO0eP4 I > 



ANM^^NGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/22<4P^setzung) 



Im Begleitschretben sind die Unterschiede zwtschen den AnsprQchen in der eingereichten Fassung und den gednderten AnsprOchen 
anzugeben. So at insbesondere zu jedem Anspoich in der intemationaien Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben z\j 
verachiedenen AnsprOchen kdnnen zusamrT>engefaf3t werden), ob 

i) der Anspruch unverdndert ist; 

ii) der Anapruch gestrichen worden ist; 

iii) der Anspruch neu ist; 

iv) der Anaprxjch einen Oder mehrere AnsprOehe in der eingereichten Fassung ersetzt; 

v) der Anspruch auf die Teitung etnes Anspruchs in der eingereichten Fassung zurOokzufOhren ist. 



Im folgenden sind Beisplele angegeben, wie Andarungen im Beglaitshrelben zu ertiutem sind: 

1. (Wenn anstelle von ursprOnglich 48 AnsprOchen nach der Andening einiger AnsprOehe 51 AnsprOehe existieren]; 

'Die AnsprOehe 1 bis 29^ 31 , 32, 34. 35, 37 bis 48 werden durch geanderte ArtsprOche gleicher Numerierung ersetzt; AnsprOehe 
30, 33 ur>d 36 unver&ndert; neu« AnspnOche 49 bis 51 hinzugefOgt * 

2. (Wenn anstetto von ursprOngttch 1 5 ArmprOchen nach der Anderung aller AnsprOehe 1 1 AnsprOehe existieren): 
'GeArwierte AnsprOehe 1 bts 1 1 treten an die Stelle der Anspniehe 1 bis 15 * 

3. [Wenn ursprungiich 1 4 AnsprOehe existierten und die Anderungen darin bestehen, daB einige AnsprOehe gestnehen werden und 
neue AnsprOehe hinzugefOgt werden): 

AnsprOehe 1 bis 6 und 14 jnverftndert; AnsprOehe 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOehe IS, 16 und 17 hinzugefOgt/Oder* An- 
sprOehe 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOehe 15. 16 und 17 hinzugefOgt; alle Gbhgen AnsprOehe unver&ndert.' 

4. [Wenn verschtedene Arten von Anderungen durchgefOlvt werden): 

"AnsprOehe 1-10 unverAndert; AnsprOehe 11 bts 13, 18 ur>d 19 gestrichen; AnsprOehe 14, 15 und 16 durch geArxlerten An- 
spruch 14 ersetzt; Anspruch 1 7 in geAnderte AraprOche 15, 16 und 1 7 untertetit; neue AnsprOehe 20 und 21 hinzugefOgt.* 



"ErkUrung nach Artlkal 19(1)* (Ragel 46.4) 

Den Anderungen kann eine ErklArung beigefOgt werden. mit der die Anderungen erIAutert und thre Auswirkurigen auf die 
Beschreitxing und die Zetchnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1 ) geAndert werden kdnnen). 

Die ErklArung wird zusammen mit der intemationalen Anmekiung und den geAnderten AnsprOchen verdffentlteht. 
Sle ist In der Sprache abzufassen, In der die Intemationalen Anmeldung verdffentllcht wlrd. 

Sie muB kurz gehalten sein und darf, wenn In englisoher Sprache abgefa^t oder ins Engltsehe Obersetzt, nicht mehr als 500 
Wdrter umfassen 

Die ErklArung ist nicht zu verweehsetn mit dem Begieitsehreiben, das auf die Unterschiede zwisehen den AnsprOchen in der 
eingereichten Fassung und den geAnderten AnsprOchen hinweist. und ersetzt ietzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt 
einzureichen und in der Uberschrift als solehe zu kennzeiehnen, vorzugsweise mit den Worten "ErMArung nach Artikel 19 (1)*. 

Die ErklArung darf keine heratseetzenden Au5erungen Ober den inter nationalen Reeherchenbericht oder die Bedeutung von in dem 
Berieht angefOhrten Verdffentlkihungen errthatten. Sie darf auf im intemationalen Reeherchenbericht ar>gefQhrte VerOffentlichun- 
gen, die sieh auf einen bestimnnten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung dieses Anspruchs Bezug 
nehmen. 



Auswtrkungen eines berelts gestellten Antrags auf Intamatlonalevorf AuUge PrOtung 

Ist zum Zettpunkt der Einreichung von Anderungen nach Artikel 19 t>ereits etn Arrtrag auf Internationale vorlAufige PrOfung 
gestellt wordan, so soltte der Anmelder in seinem Irrteresse gleichzeittg mit der Einreichung der Anderungen beim Irrtemation alen 
BOro auch erne Kopie der Anderurigen bei der mit der intemationalen vorlAufigen PrOfung beauftragen Beh6rde einreiehen (siehe 
Regel 62.2 a), erster Satz). 



Auswirlcungan von Anderungen hinsichtltch der Obersetzung dertntemationalen Anmeldung belm EIntrttt In die 
natlonale Phase 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB bei Etnthtt in dra nation ale Phase mdglieherweise anstatt oder zusAlzlich zu der Ut>er- 
setzur^ der AnsprOehe in der eingereichten Fassung eine Ut>ersetzung der nach Artikel 1 9 geAr>derten AnsprOehe an die 
besttmmten/ausgewAhlten Amtor zu Obermittein ist. 

NAhere Einzelhetten Ober die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewAhtten Amts sind Band tl des PCT-Leitfadens fOr Anmelder 
zu entnehmen. 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 2) (Januar 1994) 



PNSDOCin- <ySISA230WODE='-».* > 



.T- vVERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ^OmA 
|A^UF DEM GEBIET DES PATEN^Ps 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



MMENARBEIT 
SENS 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

GR 98P2096P 


yy^gljgpgg siehe Mitteilung iiber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formbiatt PCT/ISA/220) sowie. soweit 
VORGEHEN zutreffend. nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE 99/02060 


Internationales Anmeldedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 

02/07/1999 


(Friihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

15/07/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et a1 . 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationaten Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemSR 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Biiro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaRt insgesamt _2 BIcitter. 

pr| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bertcht genannten Unlerlagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundlagedes Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden. in der ste eingereicht wurde. sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I I Die internationale Recherche ist auf der Grundlage etner bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das 
I I in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



□ 



bei der Behdrde nachtrSglich in schrittlicher Form eingereicht worden ist. 

bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung. daR das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationaten Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung. da3 die in computerlesbarer Form erfaRten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich ats nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

fy] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

Ill wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdffentlichen: Abb. Nr. __\ 



Pr| wie vom Anmelder vorgeschlagen [3| keine der Abb. 

[ I weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
[ I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formbiatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHEReHENBERICHT 




Inter nationales Aktenzeichen 

PCT/DE 99/02060 



A. KLASSIFIZIERUNG OESANME^WoMjbOtNi. I AWUtb 

IPK 7 H01L21/48 H01L23/498 



Nach der Intemattonalen PatentWassifikation (IPK) od«r nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



RECHERCHIERTE GEBtETE 



Recherchierter Mindestprutstoff (Klassifikationssystem und Klassifikatjonssymbole ) 

IPK 7 HOIL 



RecherchiGrte aber nicht zum Mindestprutstoff gGhorendG VGrbtfentlichungen. soweit diese unterdie rechGrchierten GebiGte fallen 



Wahrend der internationalen RechGrchG konsuttierte elektronische Datenbank (Name dGr DatGnbank und evtl. v/Gn^endete SuchbegriffG) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Katogorie' 



Sezeichnung der Veroffentlichung, soweit Grtorderlich untGr AngabG der in Betracht kommendGn TgIIg 



BGtr. Anspmch Nr. 



us 5 769 987 A (GURKOVICH STEPHEN R ET 
AL) 23. Juni 1998 (1998-06-23) 

das ganze Dokument 

DE 42 33 403 A (BOSCH GMBH ROBERT) 
7. April 1994 (1994-04-07) 
das ganze Dokument 

DE 196 28 680 A (SUMITOMO METAL 
ELECTRONICS DEV ; SUMITOMO METAL IND (JP)) 
30. Januar 1997 (1997-01-30) 
das ganze Dokument 

US 5 102 720 A (RAJ RISHI) 
7. April 1992 (1992-04-07) 



1,3,4,6, 

9-11, 

13-15,18 



1-18 



1-18 



□ 



Weitere Veroffentllchur>gen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



' Besondere Kategorien von angegeberien VeroffGnttichungen 

"A" Verottentlkrhung, die den allgGmeinGn Stand der Technik deliniert, 
aber nicht als bGSonders bedeutsam anzudehen ist 

"E" alteres Dokument. das jedoch Grst am odGr nach dam internationalen 
Anmeldedatum verdtfentlicht worden ist 



"L " Veroffent lie hung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhatt er- 
schetnen zu lassen, oder durch die das Veroftentlichungsdatum einer 
anderen im RecherchGnbericht gGnanntan VGrdffGntlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffent 11 Chung, die sich auf eine mundliche Offenbarung. 

Gine Benutzung, eine Ausstellung odGr andarG MaRnahmen bezieht 
"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum. aber nach 

dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffent licht worden ist 



"T" Spate re Veroffentlichung, die nach dam internationalen Anmeldedatum 
Oder dGm PrkJritatsdatum varoffent licht wordGn Ist und mit der 
AnmGldung nicht kollidiGft, sondorn nur zum VGfStandnls des der 
Erfindurtg zugrundeliegenden Prinzips Oder der Ihr zugnjndellegenden 
Theorie angegeben ist 

"X " Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend t>etrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die bGanspruchtG Erfindung 
kann nicht als auf Grfindehscher Tatigkeit beruhend beirachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Verbtfentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

"& " Verdffentlk:hung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



14. Dezember 1999 



Absendedatum des internationalen Recherche nberichts 



22/12/1999 



Name und Postanschritt der Internationalen Recherchenbehorde 

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2260 HV Rijswiik 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 65.1 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Prohaska, G 



Formblan PCT/lSA/21 0 (Blan 2) (Juli 1 992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

lie zur selben Patentramilie gehdren 



Angaben zu Veroffenttichi 



tternattonales Aktenzeichen 

CT/DE 99/02060 



Im Recherchenbericht 


Datum der 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



Internationa! application No. 

PCT/DE99/02060 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been fitmished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article J 4 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments,): 

j I the international application as originally filed. 

the description, pages 1,2,5-11,13-20 as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages 3,3a,4,4a,12,12a ^ filed with the letter of 

pages , filed with the letter of 



19 July 2000(19.07.2000) 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-17 



, as originally filed, 

. as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



19 July 2000(19.07.2000) 



the drawings, sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/4-4/4 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



3 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
— to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 
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V, Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



2, 4, 5, 8, 15 



YES 



1/ 3, 6, 7, 9-14, 16, 17 

YES 
NO 



1-17 



1-17 



YES 
NO 



Citations and explzinations 

i) Reference is made to the following documents: 



Dl = US-A-5 769 987 
D2 = US-A-5 102 720 

D3 = JP-A-60 097 656 (cited in the applicant's 
letter of 19 July 2000). 



ii) Document D2 discloses (see, in particular, column 4, 
line 48 to column 5, line 62) a process for 
producing a ceramic body that has monolithic, 
multilayer structure and at least one passive 
electronic component, the process involving the 
following steps: 

a) production of a binder containing green film 
(see, for example, column 3, lines 59-63); 

b) stacking of at least one green film (14) that 
has a glass ceramic as ceramic material that 
compacts within a first temperature range and 
at least one (second) green film (10) having a 
glass ceramic as ceramic material, which 
compacts within a temperature range different 
from the first range; 

c) lamination of the stack into a composite (see, 
for example, column 3, lines 64-66) ; 
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d) removal of binder from the composite at a high 
temperature (see, for example, column 3, lines 
66-68); 

e) sintering of the composite at an elevated 
temperature in the first temperature range 
(during heating from room temperature to the 
final sintering temperature) , until the ceramic 
material that compacts within this temperature 
range has largely compacted; and 

f) sintering of the composite at a temperature 
within the temperature range that is different 
from the first temperature range until the 
ceramic material that compacts within the 
temperature range that is different from the 
first temperature range has largely compacted. 

Consequently, the subject matter of Claim 1 is not novel 
(PCT Article 33(3)). 

iii) The process known from Dl leads to a ceramic body 
having all of the features of Claim 9. Therefore, 
the subject matter of Claim 9 is not novel. 



Moreover, the subject matter of Claim 9 is also 
known from D2 (PCT Article 33(2)). 

Dependent Claims 2-8 and 10-17 contain no additional 
features that, in combination with the features of 
any other claim to which they relate, satisfy the 
PCT requirements in regard to novelty (PCT Article 
33(2)) or, as the case may be, inventive step (PCT 
Article 33(3)) because these features are known from 
the documents cited and/or these features only 
concern measures that are conventional and obvious 
to a person skilled in the art. 
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v) Document D3 is not considered to be closest prior 

art with respect to the subject matter of Claims 1- 
17. 



orm PC'r/lPi:A/409 (Box V) (.lanuar\ 1994) 
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high one-axle pressure is exerted onto the film stack during the sintering. However, 
this requires a relatively high technical outlay. 

A method, which is significantly more elegant compared thereto, is to stack the green 
films such that the uppermost film and the lowermost film have a ceramic material, 
whose sintering temperature is above the one of the ceramic material of the films 
lying in between the stack. The sintering ensues such that the ceramic material of the 
inner films, which sinters given a lower temperature, becomes compacted. The non- 
compacting material prevents the lateral shrinkage of the film stack in that the 
laminated films adhere to one another. The non-compacted ceramic material of the 
body is removed after the sintering. In additional working steps, metallizations must 
be subsequently attached to the surface of the body for purposes of further processing 
(e.g. flip-chip technology). 

In order to obtain an optimally high miniaturization, it is desired when all essential 
functions of the components are integrated into the body acting as substrate. For 
example, this can relate to identical components, which, however, respectively fulfil 
an opposite specification. A very high and very low inductance are to be 
simultaneously contained in one single substrate, for example. A traditional ceramic 
body ftilfils such wishes only to an extremely limited extent. 

The invention is based on the object of proposing a method for producing a ceramic 
body, which has a monolithic multilayer structure and which has a very slight lateral 
tolerance. 



This object is achieved by a method for producing a ceramic body comprising a 
monolithic multilayer structure and at least one passive electronic module, comprising 
the following method steps: 
- producing a green film containing a binder. 
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- stacking at least one green film to a stack, which green film comprises a ceramic 
material that becomes compacted in a first temperature interval, and at least one green 
film, which has a ceramic material that becomes compacted at a temperature interval 
that is different from the first temperature interval, 

5 - laminating the stack to a composite, 

- debinding the composite at an increased temperature, 

- sintering the composite at a temperature of the first temperature interval until the 
ceramic material, which becomes compacted in this temperature interval, is mostly 
compacted, and 

10 - sintering the composite at a temperature of the time interval that is different from the 
first time interval until the ceramic material, which becomes compacted in the 
temperature interval that is different from the fist temperature interval, is mostly 
compacted. 

15 A ceramic body having a monolithic multilayer structure is characterized in that the 
ceramic layers of the body are firmly connected to one another and form a unit. 
Individual layers can thereby also be composed of a non-ceramic material (e.g. metal). 
In order to receive a monolithic body, a stack composed of green films and metal foils 
is normally subjected to a sintering process. 

20 

In the most simple case, a passive electronic module is an electronic interconnect. It 
can be an inductance, a capacitor or a resistance (e.g. varistor as well). The 
components can occur on an individual basis or combined with one another and can 
be parts of an electronic circuit, in particular. A component is composed of a metal, a 

2 5 metalloid and/or a fixed electrolyte, for example. 

The basic idea of the invention is to apply a multistage sintering process for producing 
a ceramic body. The method described in the introductory part of the specification is 
modified for preventing lateral shrinkage. In contrast to the traditional course of 

3 0 action, a ceramic layer is not removed after the sintering. Rather, a component is 



described above, silk screen printing with an indicated material is appropriate 
therefor. 

The invention covers a new ceramic body, which comprises a monolithic multilayer 
structure and which contains at least one passive electronic module, at least one layer 
composed of a ceramic material, which becomes compacted in a first temperature 
interval and at least one layer composed of a ceramic material, which becomes 
compacted at a temperature interval that is different from the first temperature 
interval. 

A passive electronic module, for example, in the form of an inductance and a 
capacitor having a low value are situated in the ceramic body. In particular, a 
compact decoupling capacitor having a capacitive value between 30 pF and 3 nF can 
be realized. Compact line structures such as "strip-lines" or "tri-plates"of high quality 
for a resonator, coupler and band-pass filter also belong thereto. An inductance and a 
transformer of high inductive value are to be cited as examples as well. A varistor can 
also be contained in the ceramic body. 

The ceramic body has at least one electrical through-connection, in particular. Such a 
through-connection can extend via a plurality of neighboring layers and can be a part 
of a complex integrated circuit. In particular, an electrical connecting point at the 
body surface, for example in the form of a soldering pad, is connected via a through- 
connections [sic] to a component in the inside of the body. 

In a special embodiment, the body comprises at least one layer composed of an 
electrode material. This layer is structured corresponding to the functions connected 
therewith and particularly is a part of a passive component. For example, a plate 
electrode for a capacitor can be realized in this way. 
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Patent claims 

1. Method for producing a ceramic body (1), which has a monolithic multilayer 
structure and which contains at least one passive electronic module (15 - 20), 

5 comprising the method steps: 

a) producing a green film containing a binder, 

b) stacking at least one green film having a ceramic material, which becomes 
compacted at a first temperature interval, and at least one green film having a ceramic 

10 material, which becomes compacted at a temperature interval, which is different fi*om 
the first temperature interval, to a stack, 

c) laminating the stack to a composite, 

d) debinding the composite at an increased temperature, 

e) sintering the composite at a temperature of the first temperature interval until the 
1 5 ceramic material, which becomes compacted in this temperature interval, is mainly 

compacted, and 

f) sintering the composite at a temperature of the temperature interval that is different 
from the first temperature interval until the ceramic material, which becomes 
compacted at the temperature interval that is different from the first temperature 

2 0 interval, is mainly compacted. 

2. Method according to claim 1, whereby the stacking, laminating, debinding and/or 
sintering occurs in a matrix. 

2 5 3. Method according to claim 1 or 2, whereby at least one opening (63) is generated 
in a green film (61) and whereby the opening (63) is filled with an electrically 
conducting material. 



30 



4. Method according to one of the claims 1 to 3, whereby the opening (63) is 
generated by punching. 
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5. Method according to one of the claims 1 to 4, whereby the opening is filled by 
means of a screen printing method. 

6. Method according to one of the claims 1 to 5, whereby an electrically conducting 
5 material is attached to a surface of a green film and/or the body. 

7. Method according to claim 6, whereby the electrically conducting material is 
attached by means of silk screen process printing. 

10 8. Method according to one of the claims 1 to 7, whereby the stack is sintered onto a 
metal body. 

9. Ceramic body (1), which has a monolithic multilayer structure, containing 

- at least one passive electronic module (15 - 20), 

15 - at least one layer (11, 12) composed of a ceramic material (101), which becomes 
compacted in a first temperature interval (201) and 

- at least one layer (13, 14) composed of a ceramic material (102), which becomes 
compacted at a temperature interval (202) that is different firom the first temperature 
interval (201). 

20 

10. Body according to claim 9, whereby a ceramic material is composed of glass 
ceramic. 

11. Body according to claim 9 or 10, whereby a plurality of ceramic materials exhibit 
2 5 an essentially identical thermal expansion coefficient in a specific temperature range. 

12. Body according to one of the claims 9 to 11, whereby a layer stack (111) having a 
layer sequence in a direction (113), and a layer stack (112) having the same layer 
sequence in opposite direction (114), are arranged on top of one another. 
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13. Body according to one of the claims 9 to 12, whereby a ceramic material (102) 
becomes compacted at the temperature interval between 720 °C and 850 °C. 

14. Body according to one of the claims 9 to 13, whereby a ceramic material (101) 
5 becomes compacted at the temperature interval between 870°C and 970 °C. 

15. Body according to one of the claims 9 to 14, whereby the body (1) comprises at 
least one layer composed of an electrode material (20). 

10 16. Body according to one of the claims 9 to 15, whereby the body (1) is arranged on 
a metal body. 

17. Body according to one of the claims 9 to 16, whereby the component part (15 - 
19), the layer composed of an electrode material (20) and/or the metal body comprises 

15 at least one material, which is selected from the group gold, copper, molybdenum, 
palladium, platinum, silver and/or wolfram, [sic] 

18. Utilization of the body according to one of the claims 9 to 17 as a substrate of a 
high-frequency module. 

20 



A 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

REC'D 2 5 OCT 2000 
PCT WIPO 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
GR 98 P 2096 P 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/02060 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
02/07/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
15/07/1998 


Internationale Patentklassification (IRK) oder i 
H01L21/48 


lationale Klassifikation und IPK 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationale vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstelit und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter eInschlieBlich dieses Deckblatts. 

S Au3erdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handett es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venwattungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 9 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



1 




Grundlage des Berichts 


It 


□ 


Prioritat 


IN. 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit. erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 




BegrQndete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 
gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
14/01/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
23.10.2000 


Newne und Postanschrrft der mit der internationalen vorlaufigen 
PrQfung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
D-80298 MQnchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


BevollmSchtigter Bedlensteter /i^^*^*^^**^**^ 

Schuitemaker, P (C ^ jj 

Tel. Nr. +49 89 2399 21 88 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02060 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Gmndlage (Ersatzbiatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rabmen dieses Bericbts als "ursprunglicb eingereicbt" and sind ibm 
nicbt beigefugt, weil sie keine Anderungen entbaiten.): 

Beschreibung, Selten: 

1 ,2,5-1 1 ,13-20 ursprungliche Fassung 

3,3a,4,4a,12, eingegangen am 19/07/2000 mit Schreiben vom 19/07/2000 

12a 

Patentanspruche, Nr.: 

1-17 eingegangen am 1 9/07/2000 mit Schreiben vom 1 9/07/2000 

Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
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V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichttich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: 

Nein 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: 

Nein 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: 

Nein 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Belblatt 
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Anspruche 2,4,5,8,1 5 

Anspruche 1 ,3,6,7,9- 1 4, 1 6, 1 7 

Anspruche 

Anspruche 1-17 

Anspruche 1-17 
Anspruche 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02060 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Zu Punkt V: 

i) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US-A-5 769 987 
D2: US-A-5 102 720 

D3: JP-A-60 097 656 (zitiert im Schreiben des Anmelders vom 19.07.2000) 

ii) Dokument D2 offenbart (siehe insbesondere Spalte 4, Zeile 48 - Spalte 5, Zeile 
62) ein Verfahren zur Herstellung eines keramischen Korpers, der einen 
monolithischen Mehrschichtaufbau aufweist und mindestens ein passives 
elektronisches Bauelement enthalt, mit den Verfalirensschritten: 

a) Herstellen einer einen Binder enthaltenden Griinfolie (siehe z.B. Spalte 3. 
Zeilen 59-63), 

b) Ubereinander stapein mindestens einer Griinfolie 14, die ein 
Keramikmaterial aus Glaskeramik aufweist. das in einem ersten 
Temperaturintervall verdichtet, und mindestens einer (zweiten) Grunfolie 10. 
die ein Keramikmaterial aus Glaskeramik aufweist, das in einem vom ersten 
Temperaturintervall verschiedenen Temperaturintervall verdichtet, zu einem 
Stapel, 

c) Laminieren des Stapels zu einem Verbund (sehe z.B. Spalte 3, Zeilen 64- 
66). 

d) Entbindern des Verbunds bei einer erhohten Temperatur (sehe z.B. Spalte 
3, Zeilen 66-68), 

e) Sintern des Verbunds bei einer Temperatur des ersten Temperaturintervalls 
(wahrend das Aufheizen von Raumtemperatur bis die entgultige 
Sintertemperatur), bis das Keramikmaterial. das in diesem 
Temperaturintervall verdichtet, weitgehend verdichtet ist, und 

f) Sintern des Verbunds bei einer Temperatur des vom ersten 
Temperaturintervall verschiedenen Temperaturintervalls, bis das 
Keramikmaterial, das in dem vom ersten Temperaturintervall verschiedenen 
Temperaturintervall verdichtet, weitgehend verdichtet ist. 

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu (Artikel 33(2) PCT). 
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iii) Das aus D1 bekannte Verfahren fiihrt zu einem keramischen Korper das alle 
Merkmalen des Anspruchs 9 hat. Deswegen ist der Gegenstand des Anspruchs 9 
nicht neu. 

AuBerdem ist der Gegenstand des Anspruchs 9 auch aus D2 bekannt (Artikel 
33(2) PCT). 

iv) Die abhangigen Anspruche 2-8 und 10-17 enthalten keine zusatzliche Merkmalen, 
die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich 
beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit (Artikel 33(2) PCT) 
bzw. erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) erfiillen, da diese Merkmalen aus 
den zitierten Dokumenten bekannt sind und/oder diese Merkmale lediglich iibliche 
und offensichtliche MaBnahmen des Fachmanns betreffen. 

v) Das Dokument D3 wird nicht als nachstliegender Stand der Technik gegenuber 
dem Gegenstand der Anspruche 1-17 angesehen. 
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muiJ der laterale Schwund des keramischen Materials beim Sin- 
tervorgang unterdriickt werden. D.h. es mufi ein gerichtetes 
Verdichten der Keramik senkrecht zu den Folienebenen erzwun- 
gen werden (= zero xy shrinkage) . 

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, beim Sintern den latera- 
len Schwund eines laminierten und entbinderten Stapels aus 
keramischen Griinfolien zu unterbinden. Beim Sintern wird bei- 
spielsweise ein hoher einachsiger Druck auf den Folienstapel 
ausgetlbt. Dies erfordert allerdings einen relativ hohen tech- 
nischen Auf wand. 

Eine im Vergleich dazu wesentlich elegantere Methode besteht 
darin, die Griinfolien so zu stapeln, dafl die oberste und die 
unterste Folie ein Keramikmaterial aufweisen, dessen Sinter- 
temperatur tlber der des Keramikmaterials der im Stapel dazwi- 
schen liegenden Folien liegt. Die Sinterung erfolgt so, daB 
das bei tieferer Temperatur sinternde Keramikmaterial der in- 
neren Folien verdichtet, nicht jedoch das bei hoherer Tempe- 
ratur sinternde Material der aufieren Folien. Das nicht ver- 
dichtende Material verhindert durch die Haftung der laminier- 
ten Folien aneinander den lateralen Schwund des Foliensta- 
pels. Das nicht verdichtete Keramikmaterial des Korpers wird 
nach dem Sintern entfernt. Darauf folgend miissen in zusStzli- 
chen Arbeitsschritten wieder Metallisierungen an der Oberfla- 
che des Korpers fUr die Weiterverarbeitung (z.B. Flip-Chip - 
Technik) angebracht werden. 

Eine ahnliches Verfahren geht aus der JP 06 09 76 56 A 
hervor. Dabei werden die Grtofolie derart gestapelt, daB die 
auBeren Griinfolien ein Keramikmaterial aufweisen, dessen 
Sintertemperatur unter der des Keramikmaterials der im Stapel 
zwischen den SuBeren Griinfolien liegenden inneren Grunfolien 
liegt. Es wird ein zweistufiger SinterprozeB durchgefiihrt, 
wobei bei einer ersten niedrigen Sintertemperatur nur das 
Keramikmaterial der auBeren GrUnfolien und bei einer zweiten 
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hoheren Sintertemperatur nur das Keramikmaterial der inneren 
Griinfolien verdichtet. 

Aus der US-A-5 102 720 geht ebenfalls ein Verfahren zur 
5 HerstellLing eines monolithischen Mehrschichtkorpers hervor. 
Dabei werden Glasschichten, die zu einem geringen Anteil ein 
Keramikmaterial aufweisen konnen^ und keramische Griinfolien, 
die zu einem geringen Anteil Glas aufweisen konnen, 
abwechselnd libereinander zu einem Stapel angeordnet, Der 

10 Stapel wird in einem einstufigen Sinterprozefi, also nur bei 
einer Sintertemperatur gesintert, wobei der laterale Schwund 
durch Interdif fusion insbesondere von Glas zwischen den 
Schichten weitgehend unterdriickt wird. Es result iert ein 
Mehrschichtkorper, wobei sich keramikreiche und glasreiche 

15 Schichten abwechseln. Ein exaktes Einstellen einer 

physikalischen Eigenschaft einer Schicht, beispielsweise der 
Permeabilitat der Schicht, gestaltet sich allerdings 
schwierig. 

20 Aus der US-A-5 769 987 geht ein Verfahren zur Herstellung 
eines Kersimikkorpers in Form eines monolithischen 
Mehrschichtkorpers hervor,. bei dem bei dem zwei 
vorgesinterte, keramische, eventuell mehrschichtige 
Komponenten mit Hilfe einer Verbindungsschicht aus Glas oder 

25 Glaskeramik miteinander verbunden werden. Das Keramikmaterial 
der vorgesinterten Komponenten ist bereits verdichtet. Durch 
Sintern des Verbundes aus den Komponenten und der dazwischen 
liegenden Glaskeramikschicht entsteht der monolithische 
Mehrschichtkorper, wobei der laterale Schwund der 

30 Glaskeramikschicht unterdrUckt ist. 



Urn eine moglichst hohe Miniaturisierung zu erreichen, ist es 
wunschenswert, wenn alle wesentlichen Funktionen der Bauteile 
in dem als Substrat fungierenden Korper integriert sind. Dies 
35 kann z.B. gleiche Bauelemente betreffen, die aber jeweils 
eine entgegengesetzte Spezif ikationen erfullen, Beispiels- 
weise sollen in einem einzigen Substrat gleichzeitig eine 
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sehr hohe und eine sehr niedrige Induktivitat enthalten sein. 
Ein herkSmmlicher keramischer Korper erfUllt solche Wtinsche 
nur in einem extrem begrenzten Rahmen. 

5 Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung 
eines keramischen Korpers mit monolithischem Mehrschichtauf- 
bau in LTCC-Technologie anzugeben, der iiber eine sehr geringe 
laterale Toleranz verftigt. 



10 Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Herstellung eines 
keramischen Korpers, der einen monolithischen Mehrschichtauf- 
bau aufweist und mindestens ein passives elektronisches Bau- 
element enthalt, gelost, das folgende Verf ahrensschritte auf- 
weist: 

15 

• Herstellen einer einen Binder enthaltenden Grtinfolie, 

• Ubereinanderstapeln mindestens einer Grtinfolie, die ein 
Keramikmaterial aus Glaskeramik aufweist, das in einem 
ersten Temperaturintervall verdichtet, und mindestens 

2 0 einer Grtinfolie, die ein Keramikmaterial aus Glaskersimik 

aufweist, das in einem vom ersten Temperaturintervall 
verschiedenen Temperaturintervall verdichtet, zu einem 
Stapel, 

• Laminieren des Stapels zu einem Verbund, 

25 • Entbindern des Verbunds bei einer erhohten Temperatur, 

• Sintern des Verbunds bei einer Temperatur des ersten Tem- 
peraturintervalls, bis das Keramikmaterial, das in diesem 
Temperaturintervall verdichtet, weitgehend verdichtet ist, 
und 

30 • Sintern des Verbunds bei einer Temperatur des vom ersten 
Temperaturintervall verschiedenen Temperatur interval Is, 
bis das Keramikmaterial, das in dem vom ersten Temperatu- 
rintervall verschiedenen Temperaturintervall verdichtet, 
weitgehend verdichtet ist. 

35 

Ein keramischer Korper mit einem monolithischen Mehrschicht- 
aufbau zeichnet sich dadurch aus, dafi die keramischen Schich- 
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ten des Korpers fast miteinander verbunden sind iind eine Ein 
heit bilden. Einzelne Schichten konnen dabei auch aus einem 
nichtkeramischen Material bestehen (z.B. Metall) . Urn einen 
monolithischen K5rper zu erhalten, wird in der Kegel ein Sta 
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ander zu iiegen kommen. Dieser Metallsteg kann nach dem Sin- 
tern beispielsweise durch Atzen entfernt warden. Wenn bei- 
spielsweise eine Metallfolie aus Silber verarbeitet wird, 
bietet sich zum Wegatzen eines Metallstegs ein Gemisch aus 
5 Wasserstof fperoxid und Airmoniak an, Im Korper bleiben auf 

diese Weise nur mehr keramische Stege tibrig, die zur Verein- 
zelxing eines Korpers leicht gebrochen werden konnen. Diese 
Vorgehensweise eignet sich nicht nur zur Vereinf achung der 
Vereinzelung eines fertigen keramischen Korpers. Dadurch, dafi 
10 nach dem Sintern ein vorhandener Metallsteg einer Metallfolie 
entfernt wird, entsteht unter Umstanden erst ein funktionsfa- 
higes integriertes passives Bauelement . 



Vor Oder nach dem Vereinzeln ist es unter Umstanden notig, 
15 auf der Oberflache des keramischen Korpers elektrisch leiten- 
des Material anzubringen. Dazu eignet sich wie oben beschrie- 
ben ein Siebdruckverf ahren mit einem angegebenen Material . 



Durch die Erfindung wird ein neuartiger keramischen Korper 
20 abgedeckt, der einen monolithischen Mehrschichtaufbau auf- 

weist, enthaltend mindestens ein passives elektronisches Bau- 
element, mindestens eine Schicht aus einem Keramikmaterial 
aus Glaskeramik, das in einem ersten Temperaturintervall 
verdichtet und mindestens eine Schicht aus einem 
2 5 Keramikmaterial aus Glaskeraoaik, das in einem vom ersten 
Temperaturintervall verschiedenen Temperaturintervall 
verdichtet. 



Im keramischen Korper ist ein passives elektronisches Bauele- 
30 ment beispielsweise in Form einer Induktivitat und einer Ka- 
pazitat mit einem niedrigen Wert. Vor allem ein kompakter 
Entkopplungskondensator mit einem Kapazitatswert zwischen 30 
pF und 3 nF kann realisiert sein. Kompakte Leitungsstrukturen 
wie Strip-Lines oder Tri-Plates mit hoher GUte ftir einen Re- 
35 senator, Koppler und BandpaBf ilter zShlen ebenfalls dazu. Als 
weitere Beispiele sind eine Induktivitat und ein Transforma- 



1998 P 02096 W' 
PCTS/DE 99/020 






• • • 


• • 




• • 






• » • ft 


• • 


• 


• • 


• 




:12a': 


• • • 
• • 


• « 
• 


• • 


• 
• 








• 


• • 





tor mit einem hohen Induktivitatswert zu nennen^ Ebenso kann 
ein Varistor im keramischen Korper enthalten sein. 
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Patentauisprilche 



1. Verfahren zur Herstellung eines keramischen Korpers (1), 
der einen monolithischen Mehrschichtaufbau aufweist und 
5 mindestens ein passives elektronisches Bauelement (15 - 

20) enthalt. 



mit den Verf ahrensschritten: 



10 a) Herstellen einer einen Binder enthaltenden Grtinfolie, 

b) tJbereinanderstapeln mindestens einer Grtinfolie, die ein 
Keramikmateriai aus Glaskeramik aufweist, das in einem 
ersten Temper aturintervall verdichtet, und mindestens 
einer Griinfolie, die ein Keramikmateriai aus Glaskeramik 

15 aufweist, das in einem vom ersten Temperaturintervall 

verschiedenen Temperaturintervall verdichtet, zu einem 
Stapel, 

c) Laminieren des Stapels zu einem Verbund,. 

d) Entbindern des Verbunds bei einer erhohten Temperatur, 
20 e) Sintern des Verbunds bei einer Temperatur des ersten 

Temperaturintervalls, bis das Keramikmateriai, das in 
diesem Temperaturintervall verdichtet, weitgehend 
verdichtet ist, und 
f) Sintern des Verbunds bei einer Temperatur des vom ersten 
25 Temperaturintervall verschiedenen Temperaturintervalls, 

bis das Keramikmateriai, das in dem vom ersten 
Temperaturintervall verschiedenen Temperaturintervall 
verdichtet, weitgehend verdichtet ist. 



30 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das tJbereinanderstapeln, 
Laminieren, Entbindern und/oder Sintern in einer Matrize 
erf olgt . 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei in einer Grtinfolie 
35 (61) mindestens eine Offnung (63) erzeugt und die Offnung 

(63) mit einem elektrisch leitenden Material befiillt wird. 



1998 P 02096 
PCT/DE 99/020 






• 






• • 






• • 




• • 


• • • • 


• • 


* • 


• 


• 


• 


• 


• 


« 






• 


22'*: 




• 


• • 


• 


• 


• 


• 




• 


• 


• 




• 


• 


• 


• 




• • 


• • • 






• 




• 9 




• • 



4, Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 3, wobei die 
Offnung (63) durch Stanzen erzeugt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei die 
Offnung mittels eines Schablonendruckverf ahrens befiillt 
wird. 



6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei auf 
einer Oberflache einer Griinfolie und/oder des Korpers ein 
elektrisch leitendes Material angebracht wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das elektrisch leitende 
Material mittels eines Siebdruckverf ahrens angebracht 
wird. 



8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei der 
Stapel auf einem Metallkorper aufgesintert wird. 

9. Keramischer Korper (1), der einen monolithischen 
Mehrschichtaufbau aufweist, enthaltend 

- mindestens ein passives elektronisches Bauelement (15 - 
20) , 

- mindestens eine Schicht (11, 12) aus einem Keramikmaterial 
aus Glaskeramik (101), das in einem ersten 
Temperaturintervall (201) verdichtet und 

- mindestens eine Schicht (13, 14) aus einem Keramikmaterial 
aus Glaskeramik (102), das in einem vom ersten 
Temperaturintervall (201) verschiedenen 
Temperaturintervall (202) verdichtet . 



10. Korper nach Anspruch 9, wobei mehrere Keramikmaterialien 
in einem bestimmten Temperaturbereich einen im 
wesentlichen gleichen thermischen Ausdehnungskoef f izienten 
aufweisen. 



11. Korper nach Anspruch 9 oder 11, wobei ein Schichtstapel 
(111), der in einer Richtung (113) eine Schichtenf olge. 
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und ein Schichtstapel (112), der die gleiche 
Schichtenf olge in der entgegengesetzten Richtung (114) 
aufweist, tibereinander angeordnet sind. 

12. Korper nach einem der Ansprtiche 9 bis 11, wobei ein 
Keraiaikmaterial (102) im Temperaturintervall zwischen 
720°C uind 850°C verdichtet. 

13. K6rper nach einem der AnsprUche 9 bis 12, wobei ein 
Keramikmaterial (101) im Temperaturintervall zwischen 
87 0"C und 97 0^C verdichtet. 



14.Korper nach einem der Ansprliche 9 bis 13, wobei der Korper 
(1) mindestens eine Schicht aus einem Elektrodenmaterial 
(20) aufweist. 



15. Korper nach einem der Anspruche 9 bis 14, wobei der Korper 
(1) auf einem Metallkorper angeordnet ist. 

16. Korper nach einem der AnsprUche 9 bis 15, wobei das 
Bauelement (15 - 19), die Schicht aus einem 
Elektrodenmaterial (20) und/oder der Metallkorper 
zumindest einen Stoff aufweist, der aus der Gruppe Gold, 
Kupfer, Molybdan, Palladium, Platin, Silber und/oder 
Wolfram ausgewahlt ist. 

17 . Verwendung des Korpers nach einem der Anspruche 9 bis 16 
als ein Siibstrat eines Hochf requenzmoduls , 



